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IPC J-STD-001D

Requerimientos de Soldaduras
Electricas y Ensambles Electronicos

1 GENERAL

1.1 Ambito Este estandar establece las practicas y
requerimientos para la manufactura de soldaduras
electricas y ensambles electronicos. Historicamente,

deseado pero no critico. Tipicamente en el uso final no
resultaria en fallas.

CLASE 3 Productos Electronicos de Alto Desempefio
Incluye productos donde el desempefio alto 6 en

estandares de ensamble electronico (soldadura) contienendemanda es critico, equipo inactivo no puede tolerarse,

material mas comprensivo dirigido a los principios y
técnicas. Para un entendimiento mas completo de las
recomendaciones y requerimientos de este documento,
uno puede usar lo en conjunto con el IPC-HDBK-001,
IPC-A-610 y el IPC-HDBK-610.

Cuando el J-STD-001 es citado 6 requerido por contrato,
los requerimientos del IPC-A-610 no aplican al menos
gque separadamente 6 especificamente sean requerido.
Cuando el IPC-A-610 es citado en conjunto con el
J-STD-001, el orden de precedencia se define en los
documentos de acuerdo (contrato).

1.2 Proposito Este estandar identifica los materiales,
metodos, y criterio de aceptabilidad para producir
soldaduras electricas y ensambles electronicos.

La intencion de este documento es depender de

la metodologia de control de proceso para asegurar
niveles de calidad consistentes durante la manufactura
de productos. No es la intencion de este estandar
excluir cualquier procedimiento para la instalacion de
componentes 6 para la aplicacion de flux, y soldadura
usados para hacer conexiones electricas.

1.3 Clasificacion Este estandar reconoce que
ensambles electronicos estan sujetos a clasificaciones
con la intencién en el uso final del producto. Tres

clases generales del productos final se han establecido
para reflejar diferencias en producibilidad, complejidad,
requerimientos de desempefio funcional, y frecuencia de
verificacion (inspeccion/prueba). Deberia ser reconocido
gue puede haber traslapes de equipo entre clases.

El usuario (vea 1.8.13) es responsable por definir la clase
del producto. La clase del producto deberia estar definida
en el paguete de documentos del contrato.

CLASE 1 Productos Electrénicos Generales

Incluye productos conveniente para aplicaciones donde
el requerimiento mayor es que funcione el ensamble ya
completo.

CLASE 2 Productos Electronicos de Servicio Dedicado

Incluye productos donde el desempefio y larga vida es
requerida, y por la cual servicio sin interrupcion es

el uso final en el campo puede ser no cominmente
aspero, y el equipo tiene que [must] funcionar cuando
requerido, como en sistemas de soporte de vida u otros
sistemas criticos.

1.4 Unidades de Medida y Aplicaciones Todas las
dimensiones y tolerancias, tanto como otras formas de
medidas (temperatura, peso, etc.) en este estandar son
expresadas en el Sistema Internacional (SI) de Unidades
(con las dimensiones imperial inglesas equivalentes dadas
en los parentesis cuadrados). Dimensiones y tolerancias
usan milimetros como forma principal de expresion
dimensional; micrometros son usados cuando la precision
requerida hace milimetros muy dificil. Celsio es usado
para expresar temperatura. Peso es expresado en gramos.

1.4.1 Verificacion de Dimensiones Medidas actuales

de partes especificas montadas y dimensiones del filete
de soldadura y determinacion de porcentajes no son
requeridos excepto en situaciones de arbitreo. Para

los propositos de determinar conformancia a esta
especificacion, todos los limites especificados en este
estandar son limites absolutos como son definidos en
ASTM E29.

1.5 Definicion de Requerimientos La palabradebe

[shall] es usada a travez de este documento donde haya
un requerimiento para materiales, preparacion, control

del proceso 6 aceptabilidad de una conexion de soldadura.
Donde la palabralebeguia a un Defecto de dispositivo

de al menos de una clase, los requerimientos para cada
clase estan anotados en cuadros con texto localizados
adyacente a ese incidente en el texto. Estos cuadros estan
resumidos en el Apendice A. El Apendice A identifica

cada condicion listada para cada clase como “Defecto,”
“Indicador de Proceso,” “Aceptable,” 6 “No

Requerimiento Especificado”. En el caso que haiga un
conflicto entre los requerimientos en los cuadros con texto
y el Apendice A, los requerimientos en los cuadros con
texto toman precedencia.

Dibujos de plano e ilustraciones son indentificados
aqui para asistir en la interpretacién de los
requerimientos escritos de este estandar. El texto
toma precedencia sobre las figuras.






